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(g) Verfahren zur Herstellung von Lochern in einer beidseitig beschichteten Kunststoff olie und nach 
dem Verfahren hergestellte Kunststoff olie mit Ldchern. 

@ Wird ein Aetzverfahren, vorzugsweise ein Plasmaatz- 
verfahren fur die Herstellung von Lochern (5) in beid- 
seitig beschichteten Kunststoff olien (1) verwendet, so kann 
eine Vielzahl von sehr kleinen Lochern schnell und prazise 
auch auf Bandaniagen hergestellt werden. 
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Fig. 1 und 2 ein Verfahren zur Lochung einer 
beidseitig mit Metallschichten versehenen Kunst- 
stoffolie, 

Fig. 3 ein Verfahren zur Lochung einer unbe- 
schichteten Kunststoffolie mittels Photoiack, 

Fig. 4 ein Verfahren zur Herstellung von Ld- 
chern in Kunststoffolien auf Bandanlagen. 

Fig. 1a bis 1f und Fig. 2a bis 2f zeigen die ver- 
schiedenen Stufen eines Verfahrens zur Lochung 
einer beidseitig mit Metallschichten versehenen 
Kunststoffolie. Da die Lochung mit den gleichen 
Verfahrensschritten erfolgt, werden die einzelnen 
Schritte im wesentlichen nur anhand von Fig. 1 a bis 
1f erklart. 

Fig. 1a zeigt in nicht massstabsgetreuer Darstel- 
lung eine beschichtete Kunststoffolie 1, beispiels- 
.weise aus Polyimid von 25 *im Dicke. Die Kunst- 
stoffolie 1 ist beidseitig mit einer Schicht 2, 2' aus 
Metall, beispielsweise Kupfer von 12 Dicke, be- 
deckt Solche Schichten aus Metall konnen mit ei- 
hem bekannten elektrolytischen Verfahren, durch 
Auflaminieren oder mit einer Sputter-Technik aufge- 
bracht werden. 

Fig. 1b zeigt die Kunststoffolie 1 nach dem Auf- 
bringen je einer Schicht 3, 3' aus Photoresist oder 
Photoiack auf der Metallschicht 2, 2'. Das Aufbrin- 
gen dieser Schicht 3, 3' kann auf an sich bekannte 
Weise z.B. mit einem Roilercoater und einem Durch- 
laufofen erfolgen. 

Fig. 1c zeigt die Kunststoffolie 1 nach einer Be- 
lichtung und Entwicklung der Schichten 3, 3' aus 
Photoresist mit dem gewunschten Lochbiidmuster. 
In einem soichen Prozess wird das Lochbiidmuster 
uber beidseitig der Kunststoffolie 1 angebrachte, 
nicht gezeigte Photovorlagen in Form von Filmen 
oder von geatzten Metallmasken auf die Schichten 
3, 3' aus Photoresist belichtet und diese anschlies- 
send entwickeit Letztere weisen dann Ausnehmun- 
gen 4, 4' an jenen Stellen auf, an denen Locher ent- 
stehen sollen. In einer haufigen Anwendung soil die 
Kunststoffolie 1 mit Durchgangslochern 5 versehen 
werden. Hierzu werden, wie gezeigt, zu den Aus- 
nehmungen 4 in der Schicht 3 aus Photoresist an 
gegenuberliegenden Stellen der beidseitigen Be- 
schichtung der Kunststoffolie 1 gleichgeformte Aus- 
nehmungen 4' in der Schicht 3' angebracht. Das 
Offnen der Ausnehmungen 4' kann gleichzeitig mit 
dem Offnen der Ausnehmungen 4 erfolgen. 

Andere Anwendungen sehen Locher 6 in der 
Kunststoffolie vor, d.h. die in einem spateren Ver- 
fahrensschritt zu erzeugenden Locher 6 sollen nur 
bis zur gegenuberliegenden Schicht 2' aus Metall 
reichen. In diesen Fallen wird an der betreffenden 
Stelle in der Schicht 3' keine Ausnehmung 4' ange- 
bracht, wie aus Fig. 2c ersichtlich ist 

Fig. 1d zeigt die Kunststoffolie 1 nach einer er- 
folgten Metallatzung. In einem soichen Prozess 
wird die Schicht 2, 2' aus Metall auf der Kunst- 
stoffolie 1 mit herkommlichen Metal (atzmjttein, so 
wie sie in der Leiterplatten-Technik verwendet wer- 
den, geatzL Danach weisen auch die Schichten 2, 
2' aus Metall Ausnehmungen 4, 4' an jenen Stellen 
auf, an denen Durchgangslocher 5 oder Locher 6 
entstehen sollen. Der Zweck der Venanrensschrii- 



te gem. Fig. 1 a bis 1 d und gemass Fig. 2a bis 2d ist es 
also, die beidseitig beschichtete Kunststoffolie 1 an 
genau den Stellen von der Schicht 2, 2', 3, 3' freizu- 
legen, an denen Durchgangslocher 5 oder Locher 6 

5 entstehen sollen. Grundsatzlich kann das Atzen 
der Durchgangslocher 5 oder der Locher 6 bereits 
nach diesem Schritt einsetzen. 

Fig. 1e zeigt die Kunststoffolie 1 nach der erfolg- 
ten Befreiung von den nicht mehr benotigten 

10 Schichten 3, 3' aus Photoresist bzw. Photoiack. 
Auch dieser Vorgang kann auf an sich bekannte 
Weise, z.B. mit einem in der Elektronikindustrie ubli- 
chen Photolackstripper, erfolgen. Die Kunststoffo- 
lie 1 weist jetzt beidseitig eine strukturierte Metall- 

15 schicht auf, die dem Lochbiidmuster entspricht und 
die als Atzresist fur den anschliessenden Lochatz- 
prozess dient. 

Fig. 1f zeigt die Kunststoffolie 1 nach der erfolg- 
ten Atzung der Durchgangslocher 5 mit einem nass- 

20 chemischen oder mit einem Plasmaatzverfahren. 
Auf diese Weise entstehen gratfreie Durchgangs- 
locher 5, oder wie in Fig. 2f gezeigt, gratfreie Lo- 
cher 6. Wird ein anisotropes, also ein gerichtetes, 
Plasmaatzverfahren angewendet, so erfolgt die At- 

25 zung praktisch ohne jegliche Unteratzung, d.h. es 
erfolgt kein unerwunschter seitlicher Abtrag der 
Kunststoffolie unterhalb des Atzresists. Zusatzlich 
ist es auch mbglich, dem Plasmaatzvorgang fur die 
Erzeugung der Durchgangslocher 5 oder der L6- 

30 cher 6 eine nicht gezeigte Behandlung in einer L6- 
sung vorzuschalten, die dann im Plasmaatzvorgang 
die Atzzeit reduziert. 

Aus dem beschriebenen Ablauf ist naturlich auch 
ersichtlich, dass Durchgangslocher 5 und Locher 

35 6 - wobei letztere von der einen wie auch von der 
anderen Seite her eingebracht werden konnen — oh- 
ne weiteres im gleichen Arbeitsgang und auf der 
gleichen metallbeschichteten Kunststoffolie erstellt 
werden konnen. 

40 Eine kupferbeschichtete Kunststoffolie 1, bei- 
spielsweise aus Polyimid, kann nach der erfolgten 
Lochung in einer Bandgalvanik nach den bekannten 
Verfahren der Leiterplattentechnik verkupfert wer- 
den, und dadurch erfolgt gleichzeitig eine Durch- 

45 kontalctierung der Metallschichten. 

Fig. 3a bis 3d zeigt die verschiedenen Stufen ei- 
nes Verfahrens zur Lochung einer beidseitig mit 
Photoiack versehenen Kunststoffolie. Fig. 3a zeigt 
in nicht massstabsgetreuer Darstellung eine Kunst- 

50 stoffolie 1 , beispielsweise aus Polyimid. 

Fig. 3b zeigt die Kunststoffolie 1 nach der erfolg- 
ten beidseitigen Bedeckung mit je einer Schicht 3, 3' 
aus Photoresist bzw. Photoiack. Solche Beschich- 
tungen aus Photoresist konnen mit einer der in der 

55 Leiterplattenfabrikation bekannten Techniken auf- 
gebracht werden. 

Fig. 3c zeigt die Kunststoffolie 1 nach einer Be- 
lichtung und Entwicklung der Schichten 3, 3' mit dem 
Gewunschten Lochmuster. Die Schichten 3, 3' wei- 

60 sen jetzt Ausnehmungen 4, 4' an jenen Stellen auf, 
an denen Locher entstehen sollen. Fur das Herstel- 
len von Durchgangslochern 5 werden in der Schicht 
3, 3' an gegenuberliegenden Stellen der beidseiti- 
gen Beschichtung der Kunststoffolie 1 gleichge- 

65 formte Ausnehmungen 4, 4' geschanen. Auch die- 
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